Fingerkiihlkorper fiir Halbleiter in den Gehdusen SOT-32, TO-9/66, TO-3
Finned Heat Sinks for Semiconductors in Casings
Dissipateurs de chaleur a doigts pour semi-conducteurs en boitiers

Serie KL-150 Material: Al99,5 schwarz eloxiert - Material: A199.5, black anodized finish - Matiére: Al99,5 noir anodisé
Thermmischer
Typ Lochbild Art-Nr. | Widerstand
KL-150 3 sw| 1500011 7 KW
KL-150 {3/9/32/66 sw| 1500031 7 KW
KL-151 3 sw| 1510011 6 K/'wW
KL-151 |3/9/32/66 sw ] 1510031 6 KW
KL-152 3 sw| 1520011 4,3 KW
KL-152 |3/9/32/66 sw| 1520031 4,3 K'W
KL-153 3 sw| 1530011 3,2 K/W
KL-153 13/9/32/66 sw | 1530031 3,2 K/wW
KL-152 sw
Serie KL-170 Material: GDAISi8Cu3 -  Material: GD Al Si 8 Cu 3 . Matiére: Al Si 8 Cu 3
schwarz einbrennlackiert Die-Cast black stove-enamel finish coulé sous pression, laqué noir au four
Abmessungen Thermischer
Typ Art-Nr. Ixbxh in mm Lochbild Widerstand

KL-170 sw 1700001 46x46x12,7 -
KL-170 3 sw 1700011 46x46x12,7 TO-3

KL-171 sw 1710001 46x46x19,1 -
KL-171 3 sw 1710011 | 46x46x19,1 TO-3

KL-172 sw 1720001 46x46x25,4 -
KL-172 3 sw 1720011 46x46x25,4 TO-3

KL-173 sw 1730001 46x46x31,8 -
KL-173 3 sw 1730011 46x46x31,8 TO-3

KL-170 sw

KL-173 sw
©) ®
Typ Type Type
Art-Nr. Part No Artn°
Abmessungen________ Dimensions___________ Dimensions
Thermischer______ Thermai Résistance
Widerstand Resistance thermique

Lochbild HolePattem____ = Percage
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SerienmiBige Lochstellungen
Standard Hole Positions
Perforations livrables

703 Kombilochung
fiir Typenreihe TO-3/9/32/66
KL-150 und KL-151*

TO-3 Combined hole
for model series positioning for
KL-150 and KL-151* TO-3/9/32/66

TO-3 Perforation
pour types combinée
KL-150 et KL-151* TO-3/9/32/66

*Bei den Typenreihen KL-152 und
KL-153 haben die Bohrungen fir die
Halbleiteranschiiisse 5 mm @.

*The diameter of the holes for the
semiconductor leads in series
KL-152 and KL-153 is 5 mm.

*Pour les Types KL-152 et KL-153 les
@ de percage pour le branchement
des Semi-conducteurs, sont de
5 mm.




